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Abstract (en)
[origin: WO8904552A1] A semiconductor device assembly is made without a molded package by using a tape having a patterned insulating layer
(12) and a conductive layer (14) joined thereto. A semiconductor die (24) is seated on the conductive layer (14) and electrically connected to leads
of the patterned conductive layer (14). A body frame (40) is positioned around the die (24) and electrical leads and connections, and an encapsulant
material (28) is distributed over the frame (40) and within the frame (40) over the die (24) and electrical leads and connections.

Abstract (fr)
On produit un assemblage de dispositifs semi-conducteurs sans boîtier moulé en utilisant une bande ayant une couche structurée d'isolation (12)
reliée à une couche conductrice (14). Un dé semi-conducteur (24) est placé sur la couche conductrice (14) et électriquement connecté à des sorties
de la couche (14) conductrice structurée. On place un châssis (40) autour du dé (24), de même que des conducteurs et des connexions électriques,
et on distribue un matériau d'enrobage (28) sur le cadre (40), à l'intérieur du cadre (40), sur le dé (24) et sur les conducteurs et connexions
électriques.
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